
【D-３】 高密度実装                                       （敬称略） 

  11月 1日(金) 15:15-17:30     
   セッションチェアマン︓ 不破 保博(元ローム㈱)・藤原 健典(東レ㈱)  
 

◆ シリコン・異種材料同時研削技術の開発とシリコン貫通電極ウェーハ加工への応用 

                       
                               株式会社岡本工作機械製作所 
                               技術開発本部 
                               ナノプロセス技術部 要素プロセス開発課 

課長 
三井 貴彦 

 
        [講演要旨] 
               半導体・電子部品の加工において、シリコンと異種材料 (金属・樹脂等)の同時加工への要求が高ま

っている。このニーズに応えるため、シリコン・異種材料同時研削技術を開発してきた。シリコン・異種材

料同時研削を行うためには、研削砥石の目詰まりを抑制することが重要であり、目詰まりしにくい砥石を

新規開発するとともに、砥石を研削中に高圧水洗浄でその場洗浄することで、シリコン・異種材料同時

研削を実現した。また、この技術をシリコン貫通電極ウェーハの加工に応用するために開発した、「シリコ

ン貫通電極ウェーハ全自動研削装置」の概要・性能についても紹介する。 

 
        [講演者プロファイル]   
                1994 年 株式会社岡本工作機械製作所入社、1998 年 同社半導体事業部異動、2000 年 

株式会社ニコン入社しCMP装置・プロセスの開発に従事、2003年 株式会社岡本工作機械製作
所入社、現在,主に半導体基板の研削研磨装置、同プロセス開発に従事し、現在に至る 

 
 

◆ LIDE-Advanced Packaging-Wafer/Panel-Level Packaging 

分野におけるガラス材料の可能性 

                           
LPKE Laser & Electronics 株式会社 
セールスダイレクター 
上館 寛之 

 
[講演要旨] 

            次世代半導体パッケージや高速通信の分野でガラス基板への期待が高まっている。ガラスは電気的・機械
的・化学的な特性に優れているが、微細加工が難しい状況が続いてきた。ガラスへの貫通孔加工（TGV）や



微細構造を高速、高精度、歩留まりよく加工できる、独 LPKF 社が開発した特許技術 LIDE（Laser 
Induced Deep Etching）を紹介する。 

 
      [講演者プロファイル]  
             20年以上ドイツ LPKF製品販売に携わる。レーザーデパネリング、レーザードリル、3D-MID（LDS）、 

レーザー溶着、ガラス微細加工（LIDE）、プリント基板加工機などの販売、サポートを担当。 

2014年より LIDE担当。 
 
 

◆ 次世代高密度パッケージにおける実装技術動向 

                        
東レエンジニアリング株式会社 

                      営業部 営業技術 T 
                         主任部員 

 河村 知範   
 
 

[講演要旨] 
              次世代高密度パッケージにおいては、チップレットによるヘテロジニアスインテグレーションが進み、パッケージの

製造方法も多様化しています。このため、実装装置への要求も多岐にわたっています。本稿では、実装技術
の最新動向と当社の高精度実装技術、ならびに PLP(パネルレベルパッケージ)向けのトータルソリューションの
展開について説明します。 

 
        [講演者プロファイル] 
               2001年 3月に金沢大学大学院自然科学研究科を終了後、東レエンジニアリング株式会社に入社。 
             これまでに、液晶パネル用 COGボンダー装置、真空樹脂封止装置、R to R両面露光装置、半導体用 

フリップチップボンダー、PLP用ボンダー装置の開発・設計に従事。2023年からは営業技術として顧客対 
応に注力し、現在に至る。 

 
 

  ※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。 

  【D-1】 最新のパッケージ・実装技術動向 
 【D-2】 光通信デバイス 


